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sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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Titelbild
Das Titelbild ‚Wir wachsen auch in turbulenten Zeiten‘ 
kommt von der LeitOn GmbH: „Gegen den Trend wachsen wir 
im ersten Halbjahr 2020 um +8% – und in Zukunft mit Dir! 

Für den Vertrieb im Innen- und Außendienst suchen wir bun-
desweit branchenerfahrene Mitarbeiter (m/w/d) vor Ort. Wir 
bieten attraktive Konditionen, Homeoffice, offene, familiäre 
Unternehmenskultur, in der Wertschätzung und Teamgeist 
,gelebt‘ werden, Raum zur freien Entfaltung und selbststän-
diges Arbeiten am Wohnort bis hin zur Eröffnung und Leitung 
einer Niederlassung in der jeweiligen Region. LeitOn wird 
regional und sucht dafür Dich! Bewirb dich jetzt!“

www.leiton.de


